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LASEA, fabricant de machines laser de micro-usinage
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| ASEA Group

Nous sommes a méme d'offrir:

» Des solutions laser depuis UV lointain a lInfrarouge proche
» Des pulses de la femtoseconde au mode continu
» De lablation avec des scanners

» De la decoupe avec buse et/ou systeme de precession pour des flancs droits
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e laser dans ['horlogerie
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Fondamentaux de l'usinage laser

» Sans contact

» Petit diametre d'outil (= point focal du laser)

» Pas dusure doutil

» Applicable a presque tous les materiaux

» Mouvements de loutil tres dynamiques grace au scanner

» Passage tres rapide du dessin au composant usine sans outillage

» Plusieurs applications possibles avec une seule machine
» Decouper et percer
» Graver
» Texturer

» Marquer
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Specificites de lusinage par laser pulse femtoseconde

| aser femtoseconde (10715 sec)

Process athermique, sans bavure Gravure acier inox 304, profondeur : 30 microns
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Marquage (processus de surface)

Marquage dans l'acier inox
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500um SMZ745T | 3x_Obj_1.5x

Marquage lisse avec une ou deux passes laser
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Marquage

Marquage nolir dans une couche de nickel sur metaux divers

Echantillon en tungstene Echantillon en laiton Masse oscillante, gravure sur

la partie en laiton
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Decoration & Texturation

Sablage mat Perlage poli Colimaconnage

SMZ745T | 0.67x_Obj_1.5x
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Decoration & Texturation

Double effet diffractif
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Ablation de couches minces

Ablation pour reveler des
disques de @ 100 um sur
couche d'or

Ablation de couches fines sur or
dans une gravure dans du
tungstene
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Ablation de couches fines
sur or dans une gravure dans
du laiton
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Gravage
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Plaque en laiton Composant en zircone Gravure a fond circulaire sur laiton
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Gravage

Combinaison couches fines et gravure
» Composant decore

» Une couche PVD isolante

» Une gravure
>

Une couche galvanique

Masse bi-metal, gravure 10 microns et dorage
(Collaboration avec Positive Coating SA)
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Polissage de lacier Inox

Gravure et polissage avec la méme source laser pulsee femtoseconde
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Gravage

Gravage a partir d'un fichier Bitmap (niveau de gris)

SMZ745T | 5x_Obj_1.5x

Gravure sur laiton Gravure sur acier inox
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Gravage

Gravage « fond blanc » sur acier inox comme alternative a la gravure chimique

Carre de 2x2 mm Segment approx. 1.5x3 mm Carré de 2x2 mm
Fond lisse Fond legerement structure Fond structuré
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Gravage

Gravage a fond noir sur acier inox (spykes)
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Percage et decoupe

Percage et decoupe avec buse

o o Vue de dessus

Aiguille, laiton 200 microns

Temps de cycle 8s 8s Vue de dessous
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Percage, decoupe et gravure par precession sans
depouille

» Plusieurs passes
» Pilotage de la trajectoire avec le scanner

» Conicite nulle
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Percage et decoupe par precession sans depouille

Ressort durnico 250 microns. Roues en laiton
Percage et largeur lame de 100 microns
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Percage et decoupe par precession sans depouille

Saphir 500 microns Saphir 700 microns Tranche polie
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Decoupe a flancs droits et anglage

Composant de demo, durnico 250 microns, 15mm de long, decoupe a flancs droits et chanfreins de 70x70 microns
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Gravure par precession sans depouille

Gravure a flancs droits dans laiton
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Conclusions

» e laser est de plus en plus utilise dans 'horlogerie, egalement dans le haut de
gamme

» La liste des applications presentees n'est pas exhaustive (ex: soudure) mais
elles ont toutes ete realisees par LASEA

» Precision des process est adaptee a la qualite des composants horlogers

» Les temps de cycle tendent a descendre grace a la puissance disponible en

croissance surtout pour les lasers a pulses ultra-courts
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PRECISION LASER SOLUTIONS

Rue su Soleil 11
2504 Bienne

+41 79 583 18 94
pchavanne@lasea.com
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